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2021年 11月 11日 

デクセリアルズ株式会社 

 

通信基地局や自動車などの ICチップの放熱用途に好適な 

熱伝導シート シリコーンタイプ「ZX11N」を製品化 

―独自の配向技術を用いて高い熱伝導率と柔軟性を両立― 

  

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新

家由久、以下 当社）は、高い熱伝導率と柔軟性を両立した熱伝導シート 

シリコーンタイプ「ZX11N」を製品化し、販売を開始したことをお知らせ

します。本製品は、長期信頼性に優れ、長期間の使用でも劣化や性能低下

が少ないため、5G 通信基地局やデータセンター、自動車の自動運転の情

報処理を担う ICチップの放熱用途に適しています。 

 

近年、5G 通信の実用化などによって、通信基地局やデータセンターが処理する通信の量は飛躍的に増

加しています。また、エレクトロニクス機器や自動車も高機能化および高性能化が進んでおり、これらの

ICチップが処理する情報量は増加しています。大量の情報処理に対応するため、ICチップは動作周波数

を高めてコア数を増やすことで処理能力を向上させていますが、半導体である IC チップは自身の抵抗を

持つため動作量に応じて熱が発生し、その熱対策が重要な課題となっています。 

熱伝導シートは発熱する IC チップと放熱をおこなうヒートシンクなどの間を埋めて密着させること

で、熱を効率的に逃がすための製品です。そのため、熱伝導シートには高い熱伝導率と密着・段差吸収の

ための柔軟性が求められますが、高い熱伝導率を持つ材料（フィラー）を多く使用するとシート全体が固

くなるため、一般的に熱伝導率と柔軟性はトレードオフの関係にあります。 

 

このたび当社が新たに開発した熱伝導シート シリコーンタイプ「ZX11N」は、上記の課題を解決し、

11W/m・K の高い熱伝導率と柔軟性を両立した製品です。本製品は

当社が熱伝導シート 炭素繊維タイプで培った独自の配向技術を用

いることで、向きによって熱伝導率が異なる窒化ホウ素フィラーを

整列させて配置し、熱伝導シートとして高い熱伝導率を実現しまし

た。また、使用するフィラーの量も少なくすることができるため、

柔軟性も兼ね備えています。 

 

さらに、窒化ホウ素フィラーは長期的に安定かつ、絶縁特性

を有するため、熱伝導シート全体として高い信頼性と絶縁特性

を保持します。社会インフラとして安定した動作が求められる

通信基地局やデータセンターの IC チップ、安全性の観点から

長期信頼性が求められる自動車の自動運転の情報処理を担う

ICチップの放熱用途などに積極的に提案をすすめてまいります。 
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本製品の詳細 

 

■製品名：熱伝導シート シリコーンタイプ「ZX11N」 

 

■特長 

・独自の配向技術により高い熱伝導率と柔軟性を両立 

 当社が熱伝導シート 炭素繊維タイプで培った配向技術によって、向きによって熱伝導率が異なる窒化

ホウ素フィラーを整列させて配置することより高い熱伝導率を実現。使用するフィラーの量を減らす

ことができるため、熱伝導率 11W/m・Kと柔軟性（硬度）55（Shore OO、ASTM D2240）を両立。 

 

・窒化ホウ素フィラー採用により高い信頼性を保持 

 長期的に安定な特性を持つ窒化ホウ素をフィラーとして用いることで、熱伝導シート全体として、長期

間の使用でも劣化や性能低下が少なく、高い信頼性を保持。長期信頼性が求められる通信基地局やデー

タセンター、自動車などの ICチップの放熱用途に好適。 

 

・シート全体で高い絶縁特性を実現 

基材のシリコーンおよびフィラーの窒化ホウ素の両方が絶縁特性を持つため、シート全体で絶縁破壊

電圧 7 AC KV/mm（ASTM D149）の高い絶縁特性を保持。ICチップ周辺の端子への接触に配慮せずに使

用可能。 

 

・環境基準に適合 

 当社が培った材料配合技術を活かして材料選定することで、欧州の環境規制である RoHS 指令に適合。

製品全体としてハロゲンフリーも実現した環境に配慮した製品です。 
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■仕様 

型番 ZX11N 
当社既存品 

EX50000 
備考 

熱伝導率（W/m・K） 11 5 
バルク熱伝導率 

としての計算値 

主成分 シリコーン シリコーン - 

色 ホワイト グレー - 

硬度※1 50～60 40～55 
Shore OO 

ASTM D2240 

シートの対応厚み（mm）※2 0.3～3.0 0.5～3.0 - 

比重 2.3 3.0 - 

絶縁破壊電圧（AC KV/mm） ＞ 7 ＞ 3 ASTM D149 

難燃性 V-0 V-0 
UL94 

File No.E63260 

※1 シートを 10mm以上積層して測定 

※2 剥離フィルムは含まず、熱伝導シートのみの厚み。範囲外の厚みについては当社までお問い合わせ

ください 

 

当社は、本製品以外にも高熱伝導率を持つハイエンドの熱伝導シートとして炭素繊維タイプもライン

アップしており、使用アプリケーションや部位にあわせた製品の提供が可能です。高速通信や自動運転な

どの情報処理を担う ICチップの放熱用途に適した本製品のように、技術革新が進む領域に新たなソリュ

ーションを提供してまいります。 

 

 

＜デクセリアルズ株式会社について＞ https://www.dexerials.jp/ 

デクセリアルズ株式会社は、企業ビジョンとして「Value Matters 今までなかったものを。世界の価値

になるものを。」を掲げ、スマートフォン、自動車領域等に機能性材料を提供するメーカーです。異方

性導電膜（ACF）、光学弾性樹脂（SVR）、反射防止フィルム、表面実装型ヒューズ、工業用接着剤、両

面・片面テープ等の電子部品、接合材料や光学材料等の製造、販売をグローバルで展開しています。 

 

https://www.dexerials.jp/

